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{54}  VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG BONDFAEHIGER SCHICHTEN FUER HALBLEITERBAUELEMENTE

(57) Die Erfindung beinhaltet ein Verfahren zur Herstellung bondféhiger Schichten zur Herstellung
von kunststoff- bzw. keramikumhliten Halbleiterbauelementen, die auf der Basis von
Tragerstreifen aus Fe, FeNi, FeNiCo, FeNiCr, FeNiCo, aber auch aus Cu-und Cu-Legierungen
bestehen. Sie ist bei der Fertigung von Halbleiterbauelementen einsetzbar, wo die Technelogie
eine Montage mehrerer Bauelemente auf sinen gemeinsamen Tréger vorsient und nach dem
Trennen der Verbindungsstege Teile des Tragers zum Bestandteil des Bauelementes werden. Ziel
und Aufgabe der Erfindung ist es, diese Tragermaterialien so vorzubehandeln, daf3 daraufin
Massenfertigung Bauelemente hoher Zuverlassigkeit montiert werden kdnnen. Die
erfindungsgemafle Losung besteht darin, daR auf das Trégerstreifenmaterial elektrolytisch
Chromschichten direkt oder unter Anordnung einer Zwischenschicht aus Kupfer oder Nickel als -
Haftvermittier aufgebracht werden. Damit wird abgesichert, daf? den bei der weiteren Bearbeitung
und der Montage auftretenden hohen Temperaturbeanspruchungen von den Trégern
standgehalten wird und die Drahtbondungen hohe Zuverlassigkeit gerantieren wird.
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Titel der Erfindung:

Verfahren zur Herstellung bondfZhiger Schichien fiir
Halbleiterbauelemente

Anwendungsgebiet:

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur elekirolytischen

Beschichtung von flichenhaften Metallteilen,_insbesonde-
re von Trédgermaterial fiir die Herstellung von kungte
stoff- oder keramikumhiillten Halbleiterbauelementen.

Charakteristik der bekannten technigchen Losungen:

Die Messenfertigung derartiger Bauelemente beruht vore
wiegend auf dem Einsatz von Trégersireifen aus Felll,
FelliCc, FeNiCu, FeNiCr, Pellidn u.a. sowie aus Xupfer
und seinen Legierungen. Hierbei sind die Trégerstreifen

80 beschaffen, daB gleichzeltig mehrere Bauelemente auf

einem Trigerstreifen montiert werden kdnnen. Die Triger-
streifen werden aus einem endlosen Rand gestanzt und in
der Folge galvanisch bearbeitet. Diese galvanigche Be~
handlung erweist sich als erforderlich, da ein Chip-
und Drahtbonden auf dem bloBen Trigerstreifenmaterial
nicht mbglich ist. Die galvanische Behandlung stellt
somlt eine Veredlung des Trigerstreifenmaterials bezlig-
lich seiner Welterverarbeltung dar. Weiterhin sind

Verfahren bekannt, die zur Veredlung des Trigerstreifen-

materials angewandt werden, wie das Aufdampfen von
Schutzschichten, das Polieren sowie das vialzplattieren
vor dem Stanzen. Die gébrduchlichste Form dér Behande

lung des TréZgerstreifenmaterials ist die galvanische

3Beschichtung. Diese galvanische Beschichtung muB aus

Ckonomischen Grinden so gestaltet werden, daB bei einem

T

3
geringen Dedarf an Arbeltskrédften, Katerial und mnergie
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ein hochstmdglicher Durchsatz an Trdgerstreilen pro
Zeiteinheit gewdhrleistet wird. Die galvanische Be=-
gchichtung muB suBerdem die Qualitdt der Schichten
flir die Welterverarbeitung beim Chip- und Draht-
bonden sowie die entsprechende Zuverléééigkeit der
Bauelemente gewdhrleisten. Die Hauptforderung be-
gteht in der thermischen Bestédndigkeit der Schichten,

die aus den konkreten Parametern des Chip-~ und Drahtbondens

resultieren.
Ziel der Erfindung:

Dag Ziel der Erfindung besteht darin, die sich auf
im umgetemperten Zustand vorliegenden Trégersireifen
befindlichen galvanigch aufgebrachten Schichten und
Schichtfolgen so zu gestalien, daf sie die flr die
technologisch bedingte Weiterverarbeitung erforder-
liche thermische Stabilité&t der Oberfléche erhalten,
um das Chip- und Drahtbonden ausreichend Skonomisch
und zuverldgsig gestalten zu kdnnen.

 Darlegung des Wegens der Erfindung:
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Daraus leitet sich die technische Aufgabe so ab, daB
unter giingtigen Ckonomischen Bedingungen die 3earbei-
tung des Trédgermaterials aus den genannten Werksioffen

‘g0 erfolgen kann, daB gute Voraussetzungen Iir die

Erflillung der Anforderungen an die Cberfliche sowie
der abgeschiedenen Schicht beziliglich der Weiterver=—
arbeitung der Trdgersireifen beim Chip- und Draht-
bonden bis hin zu den elekirischen Parametern der Bau-
elemente gegeben ist. Die aufzubringende Schicht muld
weiterhin Anforderungen bei der Bearbeitung des Bau-
elementes wie Verzinnen, Biegebesténdigkeit und
Xorrogionsbestdndigkeit erfiillen.
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Erfindungsgemil wird diese Aufgabe dadurch geldst, daB
auf das Trigerstreifenmaterial elekt rolytlsch Chrom-
schichten abgeschieden werden. Dies erfolgt in der

5 Form, daB das Trigerstreifenmaterial entfettet und
dekapiert wird. Danach wird auf dag Trégerstreifen-
material eine Zwischenschicht aufgebracht. Diese dient
als Haftvermittler zwischen dem Basismaterisl und der
aufzubringenden Schutzschicht. Die Verdnderung durch

70thermische Belastung einer Zwischenschicht wird durch
das Aufbringen einer Schicht aus Chrom verhindert.
Die Schutzwirkung dieser Chromschicht filhrt in Ver-
bindung mit den diffusionshemmenden Zigehschaften
der Zwischenschichten zu einer optimalen Verarbeit-

5 barkeit bei spezifischen Bedingungen der Halbleiterbau-
elementeherstellung., Als Zwigchenschichiten kSnnen Nickel
oder Kupfer einzeln oder in Kombination zur Anwendung
kommen. Flir die galvanische Beschichitung mit Zwischen-
gchichten und zur Verchromung kdnnen handelsiibliche

0 Elektrolyte zum Einsatz kommen.

L)

Augfihrungsbeigpiel:

Pie Zrfindung soll nachfolgend an einem Aunsfilhrungs-
beigpiel nZher erléutert werden. Dag Trigerstreifen-
material wird zundchst vorbehandelt, indem sowohl

5 kathodische als auch anodische Entfetiungen genutzt
werden. Danach wird das Trigerstreifenmaterial de-
kaplert. Hierbei ist eine stromloge oder eine elektro-
lytische Dekapierung mdglich. Nach dieser Vorbehand=
lung und entsprechenden Spllvorgéngen erfolgt das Auf=-

O bringen einer Zwischenschicht in einer Schichtdicke
von 1,5 bis 6 ,um. Nach weiteren Spiilvorgingen erfolgt
das D'al'»fa.niscize Aulbringen der Chromschicht mit einer
Schichtdicke vonmehr als 100 nm. Das Aufbringen der
Zwigchenschicht kann als homogene Schicht oder auch

als Mehrfachbeschichtung erfolgen.
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Hierbel besteht die lidglichkelt, Splilvorginge zwischen
den einzelnen Beschichtungen durchzufithren. Hach der
Verchromung besteht die MSglichkeit, das Trigergstreifen=
material partiell zu vergolden, da die Verbindung

100 Chip-Gold-Chrom die Bagis fiir die elektrischen Para-
meter der Bauelemente bilden. Nach dem Aufbringen
der Chromschicht erfolgt eine kagkadenartige Splilung
und Trocknung. Nach der Trocknung werden die Triger-
gtreifen weiterverarbeitet.
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Erfindungsanspruch -

1. Verfahren zur Herstellung bondfZhiger Schichten fir
Halbleiterbauelemente, bei denen die lontage der Bau~
elemente auf der Basis von Trégerstreifen erfolgt und
Teile dieser Triger zum unmittelbaren Bestandteil der
Baunelemente werden,dadurch gekennzeichnet, daf auf
die Trégerstreifen aus Feli, FeNiCo, FeNilr, Felliln
und &hnlichen Materialien sowie aus Cu und Cu-Ile-
glerungen nach Aufbringung einer oder mehrerer
Zwischenschichten eine Chromschicht galvanisch aufw-
gebracht wird, auf der eine Verbindung mit einer
Goldschicht oder Goldfolie und einem Halbleiterchip
méglich ist und mittels Ultraschallbonden oder ultra-
schallunterstiitztem Bondvorgang Halbleiterbaueslemente
gefertigt werden. '

. Verfanren zur Hergtellung bondfZhiger Schichten

*e

Tir Haibleiterbauelemente nach Punkt 1,dadurch gekeann-

zelchnet, dal das Aufbringen einer Zwischenschicht
mit Ni, Cu oder einer Xombination aus Ni und Cu als
homogene Schicht oder als Mehrfachbeschichtung erfolgt.

3. Verfahren zur Herstellung bondfihiger Schichten fiir
Helbleiterbauelemente nach Punkt 1 und 2 ,dadurch ge-
kennzeichnet, daf die noiwendige Schutzwirkung bereits
durch extrem diinne Chromschichten bewirkt wird.
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